IYYAY TS
- -

VaJ

\"

Rymdstyrelsen

Swedish National Space Agency 2025-04-10 Dnr 2025-00041

Ert dnr UD2025/01301

Nicklas Vabi
08-40907777

nicklas.vabi@rymdstyrelsen.se

Utrikesdepartementet
ud.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian ”En nationell forteckning over
produkter med dubbla anvandningsomraden”

Med anledning av Regeringskansliets (Utrikesdepartementets) remiss av
ovanstaende promemoria lamnar Rymdstyrelsen foljande svar.

Istallet for det som anges under anmadrkningen till punkten 3A ”System, utrustning
och komponenter” pa s. 10 i promemorian kan det dvervigas att istdllet ange
nedanstaende vilket torde vara tydligare. Vidare kan dvervagas att inte enbart
ange svensk text utan komplettera med engelska beteckningar i vissa fall,
eftersom dessa i stor utstrackning anvéands i Sverige.

Klassificering efter typ:

-Monolitiska integrerade kretsar.
-Integrerade kretsar av filmtyp (inklusive integrerade kretsar av typ kisel pa safir).
-Optiska integrerade kretsar.

-Monolitiska integrerade mikrovagskretsar (Monolithic Microwave Integrated
Circuits, MMIC).

Klassificering efter tillverkningsprocess:

-Enkel integrerad krets (Single integrated circuit, SIC).

-Hybrid integrerad krets (Hybrid integrated circuit, HIC).

-Mycket storskalig integration (Mycket storskalig integration, VLSI).
-Ultra storskalig integration (Ultra large-scale integration, ULSI).
-Integration i gigantisk skala (Giant Scale integration, GSI).

Klassificering efter syfte:

-Kommunikationsintegrerade kretsar
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-Radiofrekvensintegrerade kretsar (Radio Frequency Integrated Circuits, RFIC).
-Basband integrerade kretsar.

-Analog-Digital Hybrid Integrerade kretsar.

-Digital signalprocessor (Digital Signal Processor, DSP).

-Datakonverterare.

-Power Management integrerade kretsar.

Klassificering efter forpackning:

-Ytmonteringsteknik (Surface mount technology, SMT) férpackning.
-Chip forpackning.
-Dual-Chip foérpackning.

Klassificering efter trender:

-Tredimensionella integrerade kretsar (3D IC).
-Biochips.

-Storskalig integration (Large-scale integration, LSI).

| 6vrigt tillstyrker Rymdstyrelsen det forslag som tas upp i promemorian.

Ella Carlsson
Generaldirektor Nicklas VVabi
Verksjurist

Beslut i detta drende har fattats av generaldirekttren efter foredragning av verks-
juristen. | den slutliga handl&dggningen har &ven deltagit stf. generaldirektoren
Christer Nilsson, avdelningschefen Johan Kohler, stabschefen Sofia Johansson
och Kristina Palsson, handlaggare for rymdsékerhet och civil-militara
tillampningar.
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